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1.1 Omfang Denne standard er en samling af visuelle kvalitets godkendelseskrav for elektronikprodukter. Denne standard
indeholder ingen kriterier for evaluering ved hjælp af mikroslib.

Denne standard angiver godkendelseskrav i forbindelse med produktion af elektriske og elektroniske produkter. Historisk set
har standarder for elektronikprodukter indeholdt en mere omfattende og vejledende beskrivelse af principper og teknikker. For
en bedre forståelse for dette dokuments anbefalinger og krav, kan man benytte denne standard sammen med IPC-HDBK-001,
IPC-AJ-820 og IPC J-STD-001.

Standardens kriterier skal ikke bruges til at definere processer for produktionsprocesser, ej heller til at godkende repar-
ationer/modifikationer eller ændringer i produktet. For eksempel betyder kriterier for fastklæbning af komponenter ikke at
det indebærer/autoriserer/kræver anvendelse af lim, ligesom skildringen af en leder, der er viklet omkring en terminal med
uret indebærer/autoriserer/kræver heller ikke at alle ledere skal omvikles i urets retning.

Brugere af denne standard bør have godt kendskab til standardens krav og dens anvendelse, se 1.3 – Klassificering.

IPC-A-610 har kriterier, som ikke er indeholdt i IPC J-STD-001, f.eks. mekanisk montage samt andre krav til workmanship.
Tabel 1-1 viser en oversigt over relaterede dokumenter.

IPC-AJ-820 er et støttedokument, som giver information om denne standards formål samt indhold og forklarer detaljeret
de tekniske begrundelser for grænserne ved overgangen fra Acceptabel til Defekt tilstand. Desuden er der yderligere under-
støttende information, for at give en bredere forståelse for de procesmæssige overvejelser, der er relateret til udførelsen, men
som ikke umiddelbart kan observeres ved hjælp af visuelle hjælpemidler.

De forklaringer, der gives i IPC-AJ-820, kan være nyttige ved bestemmelse af afvigelser, der er klassificeret som Defekt
eller processer som er forbundne med Procesindikatorer, samt give svar på spørgsmål omkring præcisering og anvendelse
af afgrænset indhold i denne specifikation. Kontraktmæssige referencer i forhold til IPC-A-610 medfører ikke yderligere
betingelser angående indholdet i IPC-AJ-820, med mindre det specifikt er anført i kontraktens dokumentation.

Tabel 1-1 Oversigt over relaterede standarder

Dokumentets formål Specifikation Definition
Design Standard IPC-2220-FAM

IPC-7351
IPC-CM-770

Design krav, som afspejler tre kompleksitetsniveauer (niveau A, B, og C), angiver
præcise geometrier, større tæthed og flere procestrin i forbindelse med fremstilling
af produkt.
Komponent- og produktionsvejledning, som hjælp til design af printkort og mon-
teringen af printkort, hvor printfremstillingsprocesserne er koncentreret omkring
loddeland til SMT montage, og hvor monterings-/produktionsdelen omhandler såvel
principper for overflademontage som for hulmontage, hvilke normalt er indarbejdet i
designprocessen og dokumentationen.

PCB krav IPC-6010-FAM
IPC-A-600

Krav og godkendelsesdokumentation for rigid, rigid flex, flex og andre substrattyper.

Dokumentation for
slutprodukt

IPC-D-325 Dokumentation beskriver krav til PCB eller slutprodukt. Detaljer kan, men behøver
ikke referere til industrispecifikationer eller workmanship – standarder, såvel som
brugerens egne præferencer eller interne standardiserede krav.

Standard for proceskrav J-STD-001 Krav til loddede elektriske og elektroniske produkter, beskriver slutproduktets
minimum godkendelseskrav, evalueringsmetoder (testmetoder), testfrekvens
samt relevante krav til processtyring.

Godkendelsesstandard IPC-A-610 Illustreret dokument som angiver forskellige karakteristikker for print og/eller pro-
dukter, som relaterer til de ønskelige betingelser, der overstiger minimum acceptable
godkendelseskrav, som er angivet ved hjælp af slutproduktets udførelsesstandard,
samt afspejler forskellige “ude af kontrol” tilstande (proces indikator eller defekt) til
støtte for procesoperatørerne i bedømmelse af behov for korrektion.

Uddannelsesprogram
(valgfrit)

Dokumenteret uddannelse i processer, procedurer, teknikker og krav.

Rework og reperation IPC-7711/7721 Dokumentation som angiver procedurer for påførsel af beskyttelseslak (conformal
coating), udskiftning af komponenter, reparation af loddemaske, modifikation/
reparation af laminatmaterialer, lederbaner og gennempletteringer.

1 Godkendelseskrav for elektronikprodukter
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